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内容概要

　　《无铅钎焊技术与应用》主要从材料、工艺、性能、应用、设备、检测等方面介绍无铅钎料的基
础理论和国内外最新研究现状及进展。
《无铅钎焊技术与应用》首先在概述了无铅钎料产生的背景以及现在电子工业中无铅钎料领域中新的
挑战的基础上，详尽介绍了目前较为成熟的无铅钎料产品及其物理性能和力学性能，之后介绍了各种
成熟的无铅钎剂。
《无铅钎焊技术与应用》可供材料科学研究，特别是从事材料连接工作的科研工作者、工程技术人员
参考，亦可作为材料科学、机械学、电子学等专业高年级或研究生的教学参考书。
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